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Esta invenciCn se refiere a una composición de ma­

teria adecuada como capa receptiva de tinta de una placa impre­

sora presensibilizada, y a la placa impresora y a otras aplica­

ciones de este modo proporcionadas.

5 Larson, en la Patente norteamericana 3.136.637,

describe una placa litógráfica prasensibilizada teniendo una ca­

pa de resina diazoica sensible a la luz sobre la que hay una ca­

pa de resina organofilica transmisora de radiación actinios.

La exposición de esta placa insáuHüza la resina diazoica ímpre- 

10 sionada por la luz. El revelado de la placa se realiza mediante 

la separación de la resina diazoica no impresionada por la luz 

y su capa de resina organofilica superpuesta. Para separar se­

lectivamente la resina diasoica no expuesta, se requiere en pri­

mer lugar un revelador que, tan rápido como sea posible, (l) pue- 

15 da penetrar sin disolver la capa de resina organofilica con el 

fin de llegar hasta la capa diazoica y (2) pueda disolver la re­

sina diazoica no expuesta subyacente. Una vez que se ha disuel­

to la resina diasoica no expuesta, la resina organofilica super­

puesta a la resina diazoica disuelta puede separarse mediante 

20 un ligero raspado o por acción de frotamiento.

Sin embargo, los reveladores que pueden cumplir

esta doble función ablandan inevitablemente toda la capa de re­

sina organofilica. Una vez eliminada la resina diazoica no expues­

ta mediante el frotamiento flsioo de la superficie de la placa,

25 no solo se separa la capa de resina organofilica superpuesta,
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sino que, a veces, se separa también parte de la resina orga­

nofllica que cubre a la resina diazoica expuesta, debido al 

estado completamente ablandado de la resina organofllica. Esta 

pérdida de resina organofllica en zonas don imagen supone, des- 

3 de luego, una pérdida en la vida de impresión y en la nitidez 

de la imagen en las copias producidas con tal placa.

La presente invención incorpora la resi­

na diazoica y la resina organofllica en una capa única, evitando 

de esa forma el empleo de un revelador que pueda penetrar la 

10 capa de resina orgánica, lo que produce los problemas antes 

mencionados. Asi, en una realización, esta invención propor­

ciona una composición oleófila organofllioa adecuada como su­

perficie receptiva de tinta para placas impresoras y para otros 

usos, comprendiendo una mezcla de una resina de poliamida y una 

lp resina diazoica sensible a la luz, solubles mutuamente, presen­

tes en proporciones suficientes para proporcionar un recubrimien­

to seco que comprende, por lo menos, 50% en peso de dicha resina día 

zoica y no más de aproximadamente 5 %  en peso de dicha resina 

de poliamida. Generalmente, el recubrimiento seco comprende una 

20 proporción principal de resina diazoica y una pequeña proporción 

de resina de poliamida, con preferencia desde más de aproximada­

mente 50% hasta aproximadamente 3 %  de resina diazoica y desde 

10% hasta menos de aproximadamente 50% de resina de poliamida.

Lo más preferiblemente, las proporciones de la mezcla son tales 

25 que el recubrimiento seco comprende desde aproximadamente 60%
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2 %

hasta aproximadamente 70% en peso de resina diazoica y desde apro­

ximadamente 3C% hasta aproximadamente 4(% en peso ¿e resina de 

poliamida.

En otra realización, se proporciona una 

5 placa impresora que comprende un substrato estable dimensional-- 

mente que tiene una superficie hidrófila, pasivada y un recubri­

miento sobre dicha superficie de una composición organofllica, 

hidrófoba, que comprende una mezcla homogénea compuesta de una 

resina diazoica y una resina de poliamida mutuamente solubles,

10 estando presentes dicha resina diazoicá y dicha poliamida en 

las cantidades indicadas anteriormente.

Las composiciones organofilicas de la 

descripción anterior se ha encontrado que son tenaces, resisten­

tes a la abrasión y de una resistencia mejorada a los efectos 

15 degradantes del calor y de la humedad. Más adn, se ha encontra­

do que tales composiciones cuando están presentes como un re­

cubrimiento sobre la superficie de una placa impresora pueden 

revelarse por medios que atacarán sustancialmente con exclusi­

vidad sólo las porciones no expuestas de ella sin ablandar o 

20 debilitar las porciones expuestas.

Se han descrito previamente mezclas de 

resinas diazoicas sensibles a la luz y resinas de poliamida co­

mo recubrimientos organofilicos para placas impresoras en las 

patentes norteamericanas 2.826.501 (Hodgin) y 3.201.247 (Leo- 

25 nard). Sin embargo, ambas patentes indican que los constitu-
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yentes del compuesto de recubrimiento deben estar presentes 

en ciertas proporciones criticas, siendo la proporción de re­

sina diazoica a poliamida aproximadamente 1 a $ en peso, res­

pectivamente. Esto debe contrastarse con la composición de la 

presente invención que requiere una cantidad mayor de resina 

diazoica con relación a la resina de poliamida. Más aún, mien­

tras que las patentes anteriores describen una aplicación para des­

pués del revelado de una emulsión de laca, la composición de la 

presente invención proporciona una placa impresora lista para 

imprimir completamente exenta de la necesidad de tratamien­

tos de revelado posterior.

Substratos adecuados para la composición 

de esta invención incluyen papel, películas de polímeros, ta­

les como poliésteres, por ejemplo poli(acetato de vinilo), 

tejidos tales como seda, metales tales como cinc, cobre, alu­

minio, y vidrio. Antes de la aplicación de la composición de 

recubrimiento a la superficie de un substrato de ese tipo con 

fines litográficos, es normalmente necesario pasivar la su­

perficie para evitar cualquier interacción perjudicial entre 

la superficie y la resina diazoica. Tales tratamientos de pa- 

sivado pueden favorecer también un enlace firme entre las por­

ciones del recubrimiento expuestas a la luz y el substrato, 

y pueden ayudar también a proporcionar una superficie hidrófila 

durante el proceso de impresión. El tratamiento de silicato 

descrito en la patente norteamericana 2.714,066 de Jewett y
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y Case, es el tratamiento de pasivado preferido para substra­

tos metálicos* Se describen otros tratamientos de pasivado en 

la patente norteamericana 2.946.638 (hexahalogenuro de zirco- 

nio), en la patente norteamericana 3*201*247 (tratamiento con 

5 fosfomolibdato) y en la patente norteamericana 3.143*934. En las 

patentes norteamericanas 3.161*517 y 3.196.785 se describen re­

cubrimientos adecuados para lograr el mismo fin.

Las resinas de poliamida adecuadas en 

la práctica de esta invención son materiales oleofílos, hidró- 

10 fobos, que son tenaces, flexibles y resistentes a la abrasión.

La resina de poliamida debe ser soluble mutuamente con la resina 

diazoioa. Se entienda por solubilidad mutua al hecho de que la resina 

de poliamida y la resina diazoica sensible a la luz son tanto 

una como otra solubles en un medio o sistema común, que puede 

15 ser un ingrediente, o una mezcla de ingredientes, que permitan 

a los dos componentes ser aplicados a un substrato para producir 

un recubrimiento homogéneo después del secado. Se prefie­

ren las poliamidas solubles en alcohol. Los disolventes ade­

cuados incluyen alcoholes alifáticos inferiores (C^-Cg), mezclas 

20 de ellos con agua o hidrocarburos clorados, alcohol bencílico, 

alcohol furfurllico, ácido fórmico y fenol* Se prefieren copo- 

limeros de caprolactama, la sal de hexametilendiamina del áci­

do adlpico, y la sal de hexametilendiamina del ácido sebácico.

Tales copollmeros que se encuentran en el comercio bajo las 

25 marcas registradas Elvamide 8061, 8062 y 8063, son solubles en 

alcohol, claros, incoloros, transparentes, tenaces, flexibles,
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resistentes a la abrasión, resistentes al medio ambiente y 

tienen las siguientes propiedades físicas:

ELVAMIDES (marca registrada)

Método

ASTM 8061 8062 8063

Punto de Fusión

Fisber Johns D 78$ 149-16030 141-149SC 1570C

Peso molecular 20.000 20.000 20.000 ..

Densidad 22,7"C 

Absorción de .

D 742 1,08 1,08 1,08

agua % 24 horas D 570 2,0 2,3 3,0

Dureza Rockwell 

Resistencia a 

la tracción

D 785 R 83 R 45 R 14

22,7SC

Alargamiento

D 638 518 kg/om2 350 kg/cm2 217 kg/cm2

22,7"C D 638 300% 300% mayor que 

6 5 %

La Elvamide 8061 (marca registrada) presenta una 

20 tenacidad y una resistencia a la brasión superiores, la Elvamide . 

8062 (marca registrada) tiene una flexibilidad superior, pero en 

la práctica de esta invención se prefiere la Elvamide 8063 (marca 

registrada), debido a que su estabilidad en solución es superior.

Las resinas diazoicas para mezclar con la resina 

2$ de poliamida son materiales sensibles a la luz, insolubles en agua.
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Las resinas diazoicas deten ser solubles en un disolvente común, 

esto es, solubles mutuamente con la resina de poliamida, para 

asegurar una mezcla intima y homogénea en el recubrimiento final. 

La preparación de resinas diazoicas adecuadas se desoribe en la 

$ Patente norteamericana 2.714.066. Ejemplos de sales adecuadas del 

producto de condensación del paraformaldehido y la p-diazodjfeni- 

1amina incluyen las sales de fenol, ácido fluorocaprllico y los 

ácidos sulfínicos siguientes: ácido triisopropil-naftalen-sulfó- 

nico, ácido 4,4-bifeni1disulfínico, ácido 5-Ritro-orto-toluensul- 

10 fínico, ácido 5-sulfosalicilico, ácido 2,5-dimetil-bencenosulfó- 

nico, ácido 2-nitrobenoenosulfínico, ácido 1,3,6-naftalentrisul- 

fónico, ácido 3-clorotencenosulfínico, ácido 3-bromobencenosulfó- 

nioo, ácido 1-butanosulfínico, ácido 2-cloro—5—nitrobencencsul— 

fínico, ácido 2,4-dinitrobencenosulfínico, ácido 2-fluorocapil­

la lico-naftalensulfínioo, ácido fluorocaprllioo-sulfínioo, ácido

4-nitrobencenosulfínioo, ácido 2,5-diclorobencenosulfónico, áci­

do 2,4-dimetilbencenosulfínico, ácido l-naftol-5-sulfónico, y 

ácido paratoluensulfínioo. Una sal diazoica preferida es la deri­

vada del producto de condensación del paraformaldehido y ¿e la 

20 p-diazodifenilamina y del ácido triisopropil-naftalensulfínico.

Además de la resina diazoica y la re­

sina de poliamida, la composición del recubrimiento puede in­

cluir uno o más aditivos que pueden recubrirse a partir del 

mismo disolvente empleado para las resinas diazoicas y de polia- 

25 mida. Son aditivos preferidos los colorantes solubles en alcohol

. 8 -20,4.72
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que proporcionarán un contraste visible entre las zonas impresio­

nadas por la luz y las zonas no impresionadas por la luz de la 

placa expuesta y entre las zonas de imagen impresionadas por la 

luz y la superficie pasivada de la base litográfica de la placa 

5 revelada. Los colorantes adecuados que pueden incluirse como 

parte de la solución de recubrimiento con las resinas diazoicas 

y de poliamida incluyen Orasol azul marino 2BB, violeta de meti­

lo, rojo Congo y azul Reozapón BASF HFL. Tales colorantes pueden 

estar presentes en una cantidad suficiente para dar un colear 

10 visible por exposición de la placa litográfica, generalmente has 

ta aproximadamente 7 partes por cien partes en peso basadas en 

el peso seco de la capa organofilica. Se obtiene alguna mejora en 

la resistencia a la abrasión por la adición a la composición de 

recubrimiento de materiales organofllicos, tales como resinas 

15 epoxfdicas, poli(cloruro de vinilo), cloruro de vinilideno,

poli(acetato de vinilo), etilcellosolve y butirato-acetato de 

celulosa, siendo preferido este último. El butirato-acetato de 

celulosa preferido se encuentra bajo la marca registrada EAB 272-20 

de la Eastman Chemical Products. Se ha demostrado que son adecua- 

20 das cantidades de aditivos resistentes a la abrasión hasta apro­

ximadamente 7**8, preferiblemente hasta 5y partes por cien partes 

en peso basadas en el peso seco de la capa organofilica.

La capa organofilica se presenta como 

una capa única superponiendo el substrato litográfico que es hidró 

25 filo y está pasivado para evitar una interacción perjudicial con

- 9 -20.4.72
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la capa organofilica, especialmente la resina diazoica de 

ella. La capa organofilica se aplica como una solución al 

substrato y el disolvente se separa mediante secado, bien 

en condiciones ambiente, o bien a temperaturas elevadas, o bien 

5 a presiones reducidas, o bien en combinaciones de éstas elegi­

das para no ser perjudiciales a la resina, diazoica. Un sis­

tema de disolvente preferido es una mezcla 1:1 en peso de 

2-metoxietanol y n—propanol. Se incluyen 2—metoxietanol—me 

tanol, di el orome tano-me tanol, alcohol bencílico, y metano*'.- 

10 agua, entre otros.

En términos generales, la vida de im­

presión de la. placa litográfica es proporcional al peso de 

recubrimiento seco. Pesos de recubrimiento de 220-330 mg/m^ 

son adecuados para asegurar una vida ¿e impresión ¿e 5*

15 10.000 copias. Un recubrimiento tan ligero como de 100 mg/m*

proporcionará una placa capaz de $.000 copias cuando se lle­

va a cabo un cuidado razonable para mantener una prensa lim­

pia y bien ajustada. Pueden usarse pesos de recubrimiento más 

elevados de hasta varios cientos de mg/m^ con un aumento con- 

20 siderahle de exposición cuando se requiere una vida de impre­

sión mucho más larga.

El revelado de la placa de esta in­

vención se lleva a cabo poniendo en contacto la placa expues­

ta con un medio revelador comprendiendo una solución acuosa 

25 de un agente humectante. Un medio revelador preferido es una

274
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solución acuosa do Duponol ME (marca registrada de la sal sódica 

del sulfato de alcohol laurílico técnico). Conforme ala concentra­

ción del agente humectante aumenta, el tiempo de revelado dismi­

nuye. Por encima de una cierta concentración, generalmente apro- 

5 Rimadamente del 8% en peso en el caso del Duponol ME, hay ren­

dimientos decrecientes con relación a la velocidad de revelado.

Más aún, la formación de espuma y geles aumenta con el incremento 

de la concentración de agente humectante. Un margen de concentra­

ción de agente humectante adecuado es desde 0,005 % hasta 30%, con 

10 preferencia 0,5% hasta 30%, y con mayor preferencia 4% a 8% en peso 

basado en el peso total del revelador. La separación completa del 

recubrimiento oleófilo no expuesto (mezcla de las resinas de poliami- 

da y diazoica) se presenta entre 15-*20 segundos sin ningún efecto 

adverso sustancial sobre las porciones expuestas del recubrimiento.

H¡ Esto está en contraste con otras placas impresoras que tienen una 

superficie de poliamida y el revelador empleado en conjunción con 

ella. El revelador para el recubrimiento poliamida-diasoica des­

crito en las patentes norteamericanas 2.826.501 y 3*201.247 antes 

mencionadas, que consiste de N,N-dimetilformamida y alcohol furfu- 

20 rilico y una cantidad menor de ácido cítrico, disuelve casi el 5 %  

del recubrimiento expuesto en los 5 segundos requeridos para se­

parar las zonas no expuestas para revelar la imagen. En contras­

te, la combinación de la placa y del revelador preferido de solu- 

oiÓn acuosa de agente humectante de esta invención, permite la se- 

25 paración completa de las zonas no expuestas sin separación de zo-
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ñas expuestas o con una separación sustancialmente pequeña.

Otros agentes humectantes (detergentes 

y emulsionantes) que pueden usarse en forma de soluciones acuo­

sas para revelar la placa de esta invención incluyen Alconotx (mar— 

5 ca registrada de un aloohil-laurilsulfato sódico), octilsulfa- 

to sódico, sal amónica de laurilsulfato, xilensulfonato de so­

dio, Duponol LS (marca registrada para una mezcla de sulfates de 

sodio de cadena larga), Salvo Laundry Soap (marca registrada).

Soy Dome Hand Cleaner (marca registrada), y la sal monosódica 

10 de la N,N-dihidroxietilgliciña„ Los reveladores de la lista an­

terior son generalmente más lentos que la sal sódica del sulfa­

to de alcohol laurllico preferida, y en la mayoría de los ca­

sos separarán parte de las zonas expuestas (por ejemplo, hasta 

aproximadamente 10% en peso) del recubrimiento oleófilo poliamitia- 

15 diazo, asi como también de las zonas no expuestas, aunque mu­

cho menos de lo que se separa por el revelador descrito en la 

patente norteamericana 2.826.501.

La capacidad para revelar con soluciones 

acuosas de agentes humectantes es sorprendente en que la mezcla 

20 de resinas de poliamida-diazoica es insoluble en agua antes ¿e 

la etapa de exposición, aunque no obstante después las zonas no 

expuestas pueden separarse completamente mediante reveladores 

acuosos como los descritos en esta memoria.

Como resultado de las capacidades de re- 

25 velado de la placa impresora de esta invención, se consiguen 11-
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mitas definidos, claros y regulares entre las zonas de imagen 

y no imagen. Siendo el revelado un fenómeno de solubilidad en 

una escala molecular como opuesto a un ablandamiento de la capa 

de imagen, se obtienen resoluciones extremadamente elevadas, di- 

5 solviendo la resina diazoica expuesta subyacente y removiendo fí­

sicamente la capa de imagen superpuesta. Se han obtenido más de 

2.030 líneas por centímetro, un grado de resolución que excede 

en más de tres veces al que se considera normalmente para impri­

mir en papel de calidad media. Además, debido a la presencia de 

10 un porcentaje elevado de la resina diazoica fuertemente oleÓfila, 

es posible extender la tinta más suavemente y por igual, lo cual 

no solamente proporciona una calidad excelente de copias, sino 

que permite una flexibilidad mayor en las formulaciones de tin­

tas.

1$ Para ilustrar mejor la invención se hace

referencia a los dibujos adjuntos en los que:

la FIGURA 1 es una vista en alzado de un 

corte transversal de la placa litográfica de esta invención entes 

de exposición;

20 la FIGURA 2 es la placa de la Figura 1 des­

pués de exposición; y

la FIGURA 3 es la placa de la Figura 1 des­

pués de revelado.

Con referencia a la -Figura 1, se muestra 

25 una placa litográfica 1 teniendo una base 3 que lleva una super-
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ficie tratada, al silicato $ sobre la qus está, una capa super­

ficial 7 que contiene, entre otros, una resina diazoica esta­

ble, insoluble en agua, sensible a la luz y una resina de polia- 

mida como se describe en esta memoria, y un colorante que hace 

5 visible el modelo de la imagen con el revelado.

En la Figura 2, las zonas 9 de la capa 

superficial 7 han sido expuestas a la luz a través de una trans­

parencia o un patrón para estarcir provocando que la resina dia­

zoica en las áreas 9 reaccione para hacerse insoluble. Como con-- 

10 secuencia, las zonas 9 también llegan a hacerse firmemente adheTen 

tes a la capa de silicato 5 de la placa 1. En las zonas restantes 

no expuestas 11 de la capa superficial 7) la resina diasoica per­

manece sin reaccionar y las zonas 11 son separables mediante un 

medio revelador acuoso como se define en esta memoria.

Ijy Con referencia a la Figura 3, la placa 1

se ha revelado para separar las zonas no expuestas 11 fuera de la 

capa de silicato 5. La capa de silicato 5 es hidrófila y oleófo- 

ha. Las áreas 9 de la capa 7 sobreviven al revelado. Debido al 

carácter oleÓfilo e hidrófobo de las zonas 9 y aceptarán la tin—

20 ta oleosa de acuerdo con los principios litográficos convencio­

nales. La placa 1, tal como se presenta en la Figura 3 está 

ahora lista para la prensa litográfica.

Los ejemplos siguientes son ejemplos 

ilustrativos, no limitativos de la invención. La concentración 

25 de todas las soluciones de recubrimiento, o las composiciones,
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se tasan en el peso del material en gramos disueltos por 100 

g de peso total de solución.

EJEMPLO 1

Se preparó una solución de recubrí mien- 

5 to al 2% en sólidos, que tenia las siguientes proporciones de

ingredientes:

Diazoica: producto de condensación 

de paraformaldehido y 

triisopropilnaftalensulfo 

10 nato de p-diazodifenila—

mina

Poliamida, Elvamida 8063 DuPont 

(marca registrada) 

Butirato-acetato de celulosa (CAB) 

15 (Eastman 272-20, marca registrada) 

Azul marino Orasol 2HB

Alcohol n-propllico 

2-met oxi-e tanol

1,26 g (63% de só­

lidos)

0,50 g (2%  de só­

lidos)

0,10 g (5% de só­

lidos )

0,14 g (7% de sóli­

dos)

4$ gramos 

49 gramos

20

TOTAL SOLUCION DE RECUBRIMIENTO 100,00 gramos

Por conveniencia y para asegurar que los 

ingredientes sólidos están en solución, cada sólido se prepara, 

almacena y emplea como una solución madre:

20.4.72
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Disolvente Sólidos

%

Gramos de sólido por 

100 gramos de solución 

madre

Diazoica 2-metoxietanol 5% 5

Poliamida alcohol n-pro

pllico % 5

CAB 2-metoxietanol 10% 10

Azul marino

Orasol 2-metoxietanol 1C% 10

10 Durante la preparación de la solución de

recubrimiento todos los ingredientes se mantienen a 50^0 y las adi­

ciones se hacen con una agitación suave para evitar la precipitación. 

Se añaden a 25,2 gramos de solución madre diazoica, 1,0 gramo 

de solución madre de CAB y 1,4 gramos de solución madre de azul na- 

15 riño Orasol. Para completar la solución de recubrimiento se añaden 

22,$0 gramos de 2-metoxietanol, 39,5 gramos de n-propanol y, final­

mente, 10,0 gramos de poliamida. La solución de recubrimiento se 

filtra a través de un filtro de una miera y se transfiere a un de­

pósito de recubrimiento con ventilación adecuada.

20 A continuación se recubre una construcción

de placas presensibilizadas forreada continuamente bajo luz amorti­

guada de longitud de onda amarilla con la solución de recubrimiento 

preparada previamente. La construcción de placa presensibilizada se 

fabrica continuamente de acuerdo con el ejemplo especifico de Jewett 

25 y Case de la patente norteamericana número 2.714*066. Brevemente, tal
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estructura de placa litográfica se prepara limpiando una plancha 

de aluminio de superficie lisa, de 0,0$ mm a 0,30 mm de espesor, 

con fosfato trisSdico, seguido por un tratamiento con solución de 

ícido nítrico y enjuagado en agua. La plancha se trata a continúa- 

5 ci6n con una solución de silicato soluble en agua (silicato sádi­

co) y se lava para dejarla limpia de cualquier material remanente 

soluble en agua. La armadura continua de aluminio se recubreJenton­

ces pasándola alrededor de un rodillo inmerso parcialmente en la 

solución de recubrimiento antes descrita a una velocidad de la ar- 

10 madura de aproximadamente 180-210 cm por minuto. La temperatura, 

de la solución de recubrimiento en el depósito se mantiene a apro­

ximadamente 200C. ;Se aplica un peso de recubrimientoseco de 

aproximadamente 330 mg/m^, el peso exacto de recubrimiento aplicar- 

do está determinado por la velocidad de la armadura, la temperatu- 

15 ra de la habitación, y la viscosidad de la solución de recubri­

miento.

La armadura recubierta, recubierta prin­

cipalmente por la parte superior, se seca a continuación con,aire 

haciendo pasar la armadura a lo largo de una cubierta ventilada.

20 A temperatura ambiente normal el exceso de recubrimiento se seca 

en escasos minutos. Bajo luz amortiguada la armadura así prepa­

rada se corta a acontinuación a troquel a tamaños normalizados 

de placa y se envasa en recipientes impenetrables a la luz, en 

los que son enviados a los olientes. Toda la operación se lleva a 

25 cabo bajo luz amortiguada.
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El cliente para usar la placa separa la misma de su 

envase bajo luz amortiguada y expone entonces la placa a luz actlni— 

ca a través de un negativo fotográfico o un patrón para estarcir. Las 

condiciones de manejo de le. placa deben ser las mismas que para 

5 cualquier otra placa metálica. Es característica de esta construcción 

una mejora sustancial sobre las placas impresoras existentes, en re­

sistencia al calor, por ejemplo, a 60°C durante varios dias, a la 

humedad, y a la formación de halos. La placa puede frotarse para 

limpiarla de humedad. Después de la exposición, la placa no se afec- 

10 ta virtualmente por el calor, por ejemplo a 600C durante varios dias, 

a la humedad, o a las huellas dactilares. La forma de exposición es 

la misma que la descrita en la patente norteamericana número 

2.714.066 de Jewitt y Case. Por ejemplo, la exposición de la placa 

a un arco da carbón a 140 amperios a una distancia de aproximada- 

15 mente 135 cm durante un tiempo de desie 1,5 a 3 minutos proporcio­

na una exposición adecuada para la resina diazoica sensible a la 

luz.

Después de la exposición se vierte libremente so­

bre la superficie de la placa una solución acuosa de tratamiento 

20 de la siguiente composicións
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Solución reveladora

27 ABn.'̂ :

HgO

Duponol ME (marca regis­

trada)

Formaldehido (37%)

Acido Tartárico 

Nitrato Magnésico

8

0,8

0,425

1,775

La formación de espuma del revelador puede

10

15

20

controlarse mediante la adición de 0,5% en peso de un desespuman­

te de silicona qpe se encuentra bajo la marca registrada SAG 470 

Anti-Foam. Después de algunos segundos es posible la separaoión ' 

de toda la zona sin imagen simplemente mediante la aplioación 

de una goma o enjuagando la mezcla oon agua de la superficie 

de la plaoa.

Después del revelado, la placa está entonces 

lista para ser montada en la prensa. Si se observa una demora antes 

de ponerla en funcionamiento, toda la superfioie de la plaoa debe 

entonces tratarse limpiándola a fondo con una solución acuosa de 

goma¡} por ejemplo con una solución en agua ligeramente acidifica­

da de goma arábiga que protege la superficie de aluminio tratada 

con silicato subyacente en las zonas sin imagen. Antes de usarla, 

la placa se limpia con agua que separa la goma arábiga. Sin nin— 

gán tratamiento posterior se monta a continuación la placa en una 

prensa litográfica convencional "offset" para imprimir.

Antes de la exposición, la superficie de la

19 -20.4.72
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placa tiene un color verde-amarillento debido a la presencia de la 

resina diazoioa sensible a la luz y al colorante. Después de la ex­

posición, las zonas atacadas por la luz tienen ahora un color azul 

debido a la presencia del colorante; habiendo sido eliminada la 

5 contribución del color amarillo de la resina diazoica. Las zonas 

no expuestas permanecen de color verde amarillento y están clara­

mente diferenciadas de las zonas azules, atacadas por la luz.

Cuando se han hecho los ajustes óptimos en 

la prensa para producir una calidad impresora con la presión mi- 

10 nima de la cubierta contra la superficie de la placa, la placa 

anterior produce copias de más de 15.000 lineas y más de 3.000 

reproducciones exactas de tamices y tonos medios finos, de una 

sola placa. La transferencia de tinta por la placa es infrecuen­

temente igualada y el balance tinta-agua es muy fácil de mantener 

13 a través de la secuencia completa. El pH óptimo de distribuidor de 

tinta es 3,5-4,5 produciendo una placa de operación limpia durante 

toda la secuencia, incluso con paradas prolongadas. Durante pe­

riodos que exceden una hora, el frotamiento con una solución en 

agua ligeramente acidificada de goma arábiga facilitará enrolla- 

20 mientos fáciles y rápidos.

En el ejemplo precedente el peso de recu­

brimiento era aproximadamente 330 mg/m^. Se han preparado pesos 

de recubrimiento satisfactorios desde tan bajo como aproximada­

mente 220 mg/n^ hasta más de 22.000 mg/ín̂ . La vida de impresión 

25 en una prensa convencional ajustada adecuadamente está en general
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en la zona de 150 impresiones por miligramo de peso de recubrimien­

to. Parece ser que la calidad de la estructura de la imagen no es­

ta afectada por el espesor del recubrimiento. De esa forma esta 

construcción descrita aquí es aplicable a todas las longitudes 

5 de operación de prensa y está limitada solamente por un tiempo 

de exposición necesario aumentando rápidamente, para obtener una 

conversión satisfactoria de las cantidades anormalmente elevadas 

de sensibilizador diazoico. Asi, con placas de mayor servicio de - 

operación de 1.100 mg/n^ o más, la exposioión puede estar por en-* 

10 cima de 5 minutos.

EJEMPLO 2

Como en el Ejemplo 1 anterior, se prepara­

ron soluciones madre de 5% del producto de condensación de parafor— 

maldehido y 5-nitro-ortotoluensulfonato de p-diazodifenilamina en 

15 2-metoxi-etanol, de Elvamide 8061 en dimetilformamida al %  y de 

Azul NeozapÓn HFL en 2-metoxietanol al 1C%. Se mezclaron las por­

ciones de las soluciones madre y de los disolventes, a 50^0, con 

agitación, en las cantidades que se indican para proporcionar una 

solución de recubrimiento segán se indica:
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5

10

15

20

35

Cantidad de 

solución ma­

dre usada

Diazoica 20 gramos

Poliamida 18 gramos

Azul Neozapon 1 gramo

Disolvente 

adicional 

añadido

2-metoxietanol 29,10 gramos

dimetilformami

da 31,90 gramos

Cantidad de sóli­

dos en la compo­

sición de recu­

brimiento 

1,00 gramos 

0,90 gramos 

0,10 gramos

Porcentaje de Só 

lidos en el recu­

brimiento

50

45

5

Disolvente total en la Composición 

de recubrimiento

49 gramos

49 gramos

COMPOSICION TOTAL DEL RECU­

BRIMIENTO 100 gramos

Empleando la composición de recubrimiento de 

este Ejemplo se prepara una placa de impresión litográfica satisfac­

toria de acuerdo con el procedimiento del Ejemplo 1.

EJEMPLO 3

Como en el ejemplo 1 anterior, se prepara­

ron soluciones madre del producto de condensación de paraformaldehido 

y 2-cloro-5-Ritrobencenosulfonato de p-diazodifenilamina en dieloró­

me taño al 10% y de Blvamide 8062 (marca registrada) en metanol al 

2%. Se preparó a partir de las soluciones madre y de disolvente adi­

cional una solución de recubrimiento mezclando y agitando a 50°C se-
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gán se indica:
" ¿

Cantidad de Cantidad de sóli Porcentaje de

solución ma dos en la compo- sólidos en el

dre usada sición de recubrí recubrimiento

5 miento

Diazoica 18 gramos 1,80 gramos 90

Poliamida 10 gramos 0,20 gramos 10

Disolvente Disolvente total en la Composición

adicional ...,, de recubrimiento

10 Diclorómetaño
añadido * ' " 
47,8 gramos 64 gramos

Metanol 24)20 gramos 34 gramos

COMPOSICION TOTAL DEL RECU-

BRIMIENTO 100 gramos

1$ Empleando la composición de recubrimiento de

este ejemplo, se prepara una placa impresora litográfica satisfac­

toria de acuerdo con el procedimiento del Ejemplo 1.

EJEMPLOS 4-9

Se sometieron placas preparadas en el Ejemplo 

20 l a  revelado en soluciones acuosas de Duponol ME (maroa registrada) 

de distintas concentraciones en peso con los resultados indicados 

en la tabla;
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27

mplo Concentración de 

DUTONOL ME en agua

Tiempo de revelado

4 0,008% 5 minutos

5 0,08% 1 minuto

6 0,8% 6 segundos

7r 4,0% 3l/2 segundos

8 8,0% 3 segundos

9 30,0% 3 segundos

En todos los casos se obtuvo un revelado satis- 

10 factorio, al mismo tiempo que la pérdida de zona de imagen fuá

esencialmente nula. A concentraciones menores, menos del 0,1% se 

necesita una ligera accién de borrado. Sin embargo, esto no re­

sulta en ninguna pérdida sustancial del recubrimiento poliamida- 

diazoico expuesto. Por encima de aproximadamente el 30% en peso,

15 bay una formación sustancial de gel en el revelador, asi como 

de espuma, lo que hace indeseables tales concentraciones.

EJEMPLOS 10-16

Para establecer el efecto de las variaciones 

en concentración de las resinas diazoica y de poliamida, se pre- 

20 pararon las formulaciones siguientes, empleando las resinas dia­

zoica y de poliamida del Ejemplo 1:
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10 11 12 13 14 15 16

% de diazoica, "ba­

sado en la combina 

ción diazoica-polia.

5 mida 10% 2 % 37% 50% 63% 8 % 90%

gramos de diazoica 1,0 2,5 3,7 5,o 6,3 00 ^3 9,0

gramos de poliamida 9,0 7,5 6,3 5,o 3,7 2,0 1,0 '

Cada formulación contiene los siguien&es

ingredientes en gramos:

10 Violeta de metilo 0,4

Alcohol tetrahidrofurfurílico 0,7 

Formaldehido (so^) 37% 0,7

Metanol 291,8

Metilcellosolve 97,3

400,9

Cada formulación se recubrió sobre alu­

minio liso tratado con silicato a aproximadamente 1100-1450 mg/n2. 

Las muestras de los Ejemplos 10-16 se comparan mediante ensayos 

20 de prensa en una prensa litográfica convencional, hasta el pri­

mer fallo aparente y facilidad de revelado, nuevo y después de 

envejecimiento acelerado. No se aplicó laca o reforzador de ima­

gen a ninguna de las placas después del revelado.
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10 11 12 13

Ensayo de prensa 0 2.000 3.000 6.000

Revelado fresco

2 horas, temperatura 

termómetro seco 

54,4se, temperatura 

termómetro húmedo

no pudo re­

velarse

difícil

lento

lento "bueno

48,8SC

72 horas, temperatu­

ra termómetro seco 

54,4SC, temperatura 

termómetro húmedo

no pudo re­

velarse

muy difícil difícil bueno

43,8=0 no pudo re- no pudo reve. no pudo muy ¿iíí-

velarse lar se revelarse cil

i

3

f
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6.000 15.000 6.000 11.000

"bueno fácil muy fácil muy fácil

"bueno fácil muy fácil muy fácil

muy difi- fácil muy fácil muy fácil

cil



La presente solicitud, que corresponde a 

la presentada en Estados Unidos de América, el 16 de 

Abril de 1.971, bajo el número Í34.615, se acoge a los 

beneficios del artículo 51 del vigente Estatuto de la 

Propiedad Industrial.

5

REIVINDICACIONES
10

Los puntos de invención propia y nueva 

nue se presentan para que sean objeto de la piesente 

solicitud de Patente de Invención en España, por VEIN­

TE años, son los siguientes:

la.- Perfeccionamientos en artículos ade­

cuados como placas litográficas pre-sensibilizadas que 

comprenden un substrato dimensionalmente estable, ca­

racterizados porque está dispuesto un recubrimiento 

sobre por lo menos una superficie del substrato, cuyo 

recubrimiento comprende como mínimo 50% en peso dé úna 

resina diazoica sensible a la luz y no más de aproxi­

madamente 50?:, en peso de una resina de poíiamida, so­

lubles mutuamente.

15

20

25
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2ü.- Perfeccionamientos de acuerdo con la 

reivindicación 1, serón los cuales dicho substrato es 

un metal.

3^.- Perfeccionamientos de acuerdo con la 

reivindicación 1, según los cuales dicho substrato es 

papel.

4^.- Perfecciona!,tientos de acuerdo con la 

reivindicación 1, sopón Los cuales dicha resina de polia- 

mida y dicha resina diazoica son solubles en alcohol.

5-.- l orfoccioi rrlc. t. r de acuerda con 

la reLviniit:;-, '. ó: t, los cuales dicha resina dia­

zoica está presente hasta una extensión de aproximada­

mente 6o% hasta aproximadamente 7(% de dicho recubrimien­

to y dicha resina de poiiamida está presente hasta una 

extensión de aproximadamente 30% hasta aproximadamente 

40% en peso de dicha resina de poiiamida.

6a.- Perfeccionamientos de acuerdo con 

la reivindicación 1, según los cuales dicha resina polia- 

mida es un copolimoro de caprolactama y las sales hexa- 

metilendiamina del ácido adípico y del ácido sebácico 

y dicha resina diazo es una sal del producto de conden­

sación de paraformaldohido y p-diazodifenil—amina.

7-.- Perfeccionamientos de acuerdo con 

la reivindicación 1, según los cuales la superficie que 

está recubierta está pasivada para que sea hidrófita.

2 9 -7 -7 4
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10

Ra.- Perfeccionamientos de acnerdo con la 

reivindicación 7, sefrnn los cuales dicha superficie se 

ha nasivado por tratamiento con un silicato soluble.

-'* ... "Perfeccionamientos introducidos en ar­

tículos adecuados como placas litográí'icas pre-sensibi- 

li nadas"

Tal y como se ha descrito en la Memoria que 

antecede, representado en los dibujos que se acompañan 

y para los fines que se han especificado.

Esta memoria consta de veintinueve hojas es­

critas a maquina por una sola cara.

Madrid, ** ̂

P.A.

Arberh
Podí

e Eixq&WBp
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